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Abstract (en)
The connector (1) has connector portions (2,3) whose respective base surfaces (4,6) are fixed on printed boards (100,200). The locking elements
(7) are provided with locking arms (51,52,71,72) in one integral molding that respectively feature a locking surface (55,56,75,76) on end of locking
arm. The locking surfaces of locking elements are arranged such that locking surfaces interengage in locked state.

Abstract (de)
Für einen Leiterplattensteckverbinder (1), der aus zwei Steckverbinderteilen (2,3) besteht und zur elektrischen und mechanischen Verbindung
zweier paralleler Leiterplatten (100,200) geeignet ist, wird vorgeschlagen, beide Steckverbinderteile (2,3) mit je einem Verriegelungselement (5,7)
zu versehen, welches mindestens einen Verriegelungsarm (51,52,71,72) mit mindestens einer parallel zu den Leiterplatten (100,200) verlaufenden
Verriegelungsfläche (55,56,75,76) aufweist. Im verriegelten Zustand greifen diese Verriegelungsflächen (55,56,75,76) gegeneinander. Zumindest
eines der Verriegelungselemente (7) besteht zumindest teilweise aus einem elastisch verformbaren Material und wird im Entriegelungsvorgang
durch ein Entriegelungselement (8) elastisch derart verformt, dass sich die Verriegelungsflächen (55,56,75,76) beider Verriegelungselemente (5,7)
voneinander trennen.
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